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ソルダーペースト異種合金

冷熱サイクル後のはんだ接合部
(－40/+125ºC x 2000cycles)

SAC305S1XBIG合金

3000サイクル後
冷熱サイクル条件

－40ºC～+125ºC

初期

ICTチェッカープローブ写真

S1XBIG58-M650-7

従来品

A3（420×297mm）

優れた耐冷熱サイクル性、IPC J-STD-004B規格でROL0

SAC305と同等以上の接合信頼性を実現

■
■
■

■
■
■

SB6N58-HF350 / SB6NX58-HF350 (Sn 3.5Ag 0.5Bi 6.0In / Sn 3.5Ag 0.5Bi 6.0In 0.8Cu) Type 4

高耐久はんだ合金ソルダーペースト（In系）

S1XBIG58-HF1100-3 / S01XBIG58-HF1100-3 (Sn 1.1Ag 0.7Cu 1.8Bi + Ni / Sn 0.1Ag 0.7Cu 1.6Bi + Ni) Type 4

高耐久合金
ハロゲンフリー

低Ag合金
高濡れ

ハロゲンフリー

高信頼性ハロゲンフリー製品で、大気リフローに対応
IPC J-STD-004B 規格で ROL0
0603 チップでの確実な実装特性を確保

SAC305 と同じリフロープロファイルにてリフロー可能
Bi と Ni 添加によるハイブリッド強化で、経時的な組織変化を抑制
モバイル機器からカーオーディオ等まで、幅広い用途に対応可能

耐冷熱サイクル性 + 耐残渣クラック = 高信頼性

■
■
■

SB6N58-N300 (Sn 3.5Ag 0.5Bi 6.0In) Type 4 高耐久合金
残渣クラックレス
N2リフロー用

冷熱サイクルによるクラック進行を抑え、接合強度の低下を抑制
クラック発生を防ぐ合金組成で、優れた接合信頼性を維持
過酷な冷熱サイクル条件 (－40ºC～+125ºC、3000 サイクル ) でもリード間を連結す
る残渣クラック発生無し

SAC305よりも高い融点でのリフロー接合が可能

■
■
■

S5A48-M500C (Sn 5.0Sb) Type 3

高温はんだ合金ソルダーペースト（Sb系）
高融点合金
高濡れ
低ボイド

融点が 238 - 241ºC の高融点はんだ
0.3mmφ及び 0603 チップ部品で良好な濡れ性
新規添加材の使用で、部品電極下部のボイド発生を抑制

SAC305リフロープロファイル対応

■
■
■

S1XBIG58-M650-7 (Sn 1.1Ag 0.7Cu 1.8Bi + Ni) Type 4 低Ag合金
ハロゲンフリー
ICT対応
洗浄可能

Bi と Ni 添加によるハイブリッド強化で、経時的な組織変化を抑制
ICT に対応、ピンへのフラックス残渣付着を防止
SAC305 と同等以上の接合信頼性を実現

低温域リフローで信頼性・作業性を両立

■
■

■

T4AB58-HF360 (Sn 0.4Ag 57.6Bi) Type 4

低温はんだ合金ソルダーペースト（Bi系）
低融点合金
低ボイド

ハロゲンフリー

低温プロファイル化で、耐熱保証温度の低い電子デバイス実装時の熱破壊を防止
PET 基板、紙フェノール基板 (FR-1)、紙 / コンポジット(CEM3) など、
ローコスト基板での実装が可能
SAC 系合金と比較して、はんだの濡れ広がりに優れ、低ボイド接合を実現

高耐久はんだ合金ソルダーペースト
（In系・残渣割れ防止）

低コスト・耐久性向上はんだ合金ソルダーペースト
（汎用・車載対応多機能）

低コスト・耐久性向上はんだ合金ソルダーペースト
（ピンコンタクト・洗浄対応）


